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KATA  

PENGANTAR 
 

 

 

uji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas rahmat-Nya, buku Sirkuit Komunikasi Nirkabel 

dapat terwujud dengan baik. Buku ini merupakan hasil 

karya dari Dr. Eng, Ir. Irfan Mujahidin, S.T., M.T., M.Sc., IPP, yang telah 

dengan tekun dan penuh dedikasi membahas berbagai konsep, 

teori, serta aplikasi dalam bidang komunikasi nirkabel, khususnya 

pada aspek sirkuit dan sistem yang mendasarinya. 

Komunikasi nirkabel merupakan salah satu bidang yang 

berkembang sangat pesat dalam dekade terakhir, baik dalam skala 

teknologi maupun penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Dengan kemajuan pesat pada teknologi komunikasi, pemahaman 

terhadap sirkuit yang mendukung sistem komunikasi nirkabel 

menjadi sangat penting, baik dari sisi akademis, riset, maupun 

aplikasi praktis di industri. Buku ini hadir sebagai kontribusi yang 

sangat relevan untuk memperkaya literatur tentang sirkuit 

komunikasi nirkabel dengan pendekatan yang komprehensif dan 

berbasis pada teori-teori dasar yang kuat serta penerapan yang 

mendalam. 

Penulis buku ini, Dr. Eng, Ir. Irfan Mujahidin, S.T., M.T., M.Sc., IPP, 

dengan pengalaman dan keahliannya dalam bidang ini, berhasil 

menyajikan materi yang tidak hanya berbobot secara ilmiah tetapi 

P 
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juga mudah dipahami oleh para pembaca, baik itu mahasiswa, 

praktisi, maupun peneliti yang tertarik pada perkembangan 

teknologi komunikasi nirkabel. Setiap bab disusun dengan cermat, 

memberikan penjelasan yang mendalam namun tetap 

mempertahankan keterbacaan yang tinggi untuk memudahkan 

pemahaman para pembaca. 

Buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang komunikasi nirkabel. Semoga 

buku ini dapat menjadi referensi yang berharga dalam 

pengembangan riset serta sebagai acuan dalam praktik dunia 

industri yang semakin membutuhkan keahlian di bidang 

komunikasi nirkabel. 

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah mendukung terselesainya buku ini. Semoga buku 

ini dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi para 

pembaca dan menjadi bagian penting dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi komunikasi nirkabel. 

 

Penulis 

Semarang, 25 Januari 2025 

 

 

Dr. Eng, Ir. Irfan Mujahidin, S.T., M.T., M.Sc., IPP 
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